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(57) Abstract: The invention relates a method for connecting microchip modules (4) to an antenna on a first (1) support strip for 
producing a transponder. The method is characterised in that the microchips are paclced with electric connections in an upstream 
bond-process to form a chip module (4) and are applied to a second support strip (5). Both of the support strips are unwound from 
the roll and placed on top of each .other. The chip modules (4) are removed from the second support strip (5) and are disposed at 
a predetermined point on the first support strip (1). Said method enables a continuous production process to take place, which is 
particularly economical and fast. 

(57) ZusammenEassuiig: Die ErBndung bezieht sich auf ein Verfahren zum Verbinden von Milaochipmodulen (4) mit auf einem 
ersten (1) Trageiband angeordneten Antennen zum Herstellen eines Transponders. Das Verfahren zeichnet sich dadurch aus, dass 
die Milcrochips in einem vorgeschalteten Bond-Prozess zu einem Chipmodul (4) mit elektrischen Anschlussen verpackt und 
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auf ein zweites Tragerband (5) aufgebracht werden. Die beiden Tragerbander werden von der Rolle abgewickelt und iibereinander ge- 
bracht, wobei die Chipmodule (4) von dem zweiten TiSgerband (5) abgenommen und auf eine vorbestimmte Stelle des ersten Trager- 
bandes (1) aufgesetzt werden. Dieses Verfahren eriaubt einen kontinuierlichen Hertellangsprozess, der besonders wirt-schaftlich und 
besonders schnell ist. 
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Verfehren zum Verbinden von Mikrochips mit auf einem TrSgerfaand angeordneten 
Antennen zum Herstellen eines Transponders 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum Verbinden von MIkrochips mit auf eInem 
ersten Tragerband angeordneten Antennen zum Herstellen eines Transponders. 

Derartige Transponder, die z.B. fur sog. smart-labels oder smart-cards venwendet warden, 
weisen eine flaciiige Antennenspule auf, die mit zwel AnschlQssen versehen ist. Die Anten- 
nen l<6nnen aus verschiedenen Materialien hergestellt sein, wie z.B. Kupfer, Aluminium, 
Silberleitpaste oder dgl. Die GroBe der Antennen kann je nach Anwendung unterschiedlich 
sein. Bei den derzeitigen Herstellungsverfahren sind die flachigen Antennenspulen auf ei- 
nem Tragerband aufgebracht, welches auf eIne Rolle aufgewickelt angellefert wird. Bislang 
werden die Mikrochlps durch einen aufwendigen Bond-Prozess mit den Antennen auf dem 
Tragerband verbunden. Hierzu ist es erforderllch, daS das die Antennen aufwelsende Tra- 
gerband Qber einen Indexer ISuft und wShrend des Bond-Prozesses stillsteht. Abgesehen 
davon, daB der Bond-Prozess aufwendige Maschlenn und ausgesprochen prSzises Areiten 
erfordert, benetigt der Bond-Vorgang derzelt bis zu 16 Sekunden. DIeser verhaltnlsmaRig 
hohe Zeitautwand steht einer wirtschaftlichen Herstellung der Transponder entgegen. EIn 
Verfahren zum Herstellen von Transpondem ist beispielsweise in der DE-A 199 15 765 be- 
schrieben, bei dem Halbleiterchips und Antenne auf die FlSchenseite einer themnpplasti- 
schen Folie aufgebracht werden, wobei die Folle zu einem endlosen Follenband verbunden 
ist. Aus der DE-A 199 16 781 Ist femer bekannt, einzelne Chips auf LamlnatbSgen aufeu- 
bringen. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Verfahren der eingangs genaririten Art welter 
zu entwickein, das es eriaubt, Transponder einfacher. schheller und vor alien Dingen wlrt- 
schaftllcher herzustellen. 

Diese, Aufgabe wird erfindungsgemas dadurch gelost, daU die Mikrochlps in eInem vorge- 
schalteten Bond-Prozess in eInem Chipmodul mit elektrischen AnschlQssen verpackt und 
auf ein zweites Tragerband aufgebracht werden, daB die belden Tragerbandervon der Rolle 
abgewickeit und Qbereinander gebracht werden, wobei die Chipmodule von dem zweiten 
Tragerband abgenommen und auf eine vorbestimmte Stelle des ersten Tragerbands aufge- 
setzt werden, wobei femer zumindest im Zeitpunkt des Aufsetzens des Chipmoduls die 
Bandgeschwindigkeit des zweiten Tragerbandes an die Bandgeschwindigkeit des ersten 
Tragerbandes angepaBt Ist. 
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Das Veriagem des Bond-Prozesses In einen vorgeschalteten Prozess hat den Vorteil, daS 
das auf dlese Art und Weise erzeugte Chipmodul wesentlich schneller und einfacher auf das 
mil den Antennen versehene erste Tragerband aufgebracht warden kann. Es ist mdglich, 
das Chipmodul mit der Antenne zu verloten oder zu crimpen, was zum einen wesentlich 
schneller geht und zum anderen wenlger Prazislon als eln Bond-Prozess erfordert. Die Her- 
stellungsgeschwindigkeit wird bei dem erfindungsgemaRen Verfahren welter dadurch er- 
h6ht, daR belde Tragerbander von der Rolle abgewickelt und ubereinander gebracht werden 
Uiid zum Zeitpunkt des Aufsetzens des Chlpmoduls auf das erste Tragerband die Ge- 
schwlndigkeiten belder Tragerbander angepafSt sind. Deshalb ist es nicht erforderlich, daS 
belm Verbinden des Chlpmoduls mIt einer Antenne die Tragerbander stillstehen. Der Pro- 
zess kann somit kontlnuierllch durchiaufen, was eine erhebliche ErhShung der Herstellungs- 
geschwlndigkeit zur Folge hat. Dabei ist es auch nicht so, daR der vorgeschaltete Bond- 
Prozess an einer anderen Stelle zu einer Verlangsamung des Herstellungsverfahrens ins- 
gesamt fuhrt. Es ist vielmehr so, daft das Verpacken des IViikrochips in ein Chipmodul im 
Rahman eines vorgeschalteten Bond-Prozesses wesentlich einfacher zu bewerkstelligen ist 
als das Bonden eines Mikrochips auf eine Antenne. Ferner kann das Verpacken des IViikro- 
chips in eln Chipmodul an einer zentralen Stelle, namlich beispielswelse bei dem Mikrochip- 
hersteller erfolgen, so daB bei dem Hersteller des Transponders die Anschaffung eines teu- 
ren Bonders, der dazu hodiqualifiziertes Bedienungspersonal erfordert, entfailt. 

GemaU einer bevorzugten AusfQhrungsform lauft das erste, die Antennen tragende Trager- 
band mit einer kontinulerlichen Geschwindigkelt, wahrend das zweite Tragerband im Takt 
der vorbeilaufenden Antennenabstande Qber einen Indexsatz lauft, das im ersten Trager- 
band gefuhrt wird. Dabei wird das zweite Tragerband zum Aufsetzen des Chlpmoduls auf 
das erste Tragerband kurzfristig auf die Bandgeschwindigkeit des ersten Tragerbandes be- 
schleunigt. Das auf diese Weise an der richtigen Stelle plazierte Chipmodul kann unmittel- 
bar nach dem Aufsetzen auf das erste Tragerband mit der zugehorigen Antenne durch L6- 
ten Oder Crimpen elektrisch verbunden werden. Unmitteibar nach dem Verbinden des 
Chlpmoduls kann der auf diese Weise hergestellte Transponder mit Qblichen Verfahren ge- 
testet werden. 

Besonders bevorzugt wird, wenn das Chipmodul belm Aufsetzen auf das erste Tragerband 
von einem mit gleicher Geschwindigkelt wie das erste Tragerband endlos umlaufenden 
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Transportband an dem ersten Tragerband gehalten wird, bis das Chlpmodul fast mit der 
zugehdrlgen Antenna verbunden ist. Das Transportband ubemimmt sozusagen das von 
dem zwelten Tragerband abgegebene Chipmodul und sorgt dafur, daS das Chlpmodul wari- 
rend des Weiterlaufens des ersten Tr^gerbandes an der richtigen Position zu der Antenne 

gehalten wird. 

Von Vorteil Ist, wenn das Anioten des Chlpmoduls an die Antenne mittels eines Laserstrahls 
erfolgt. 

Die auf diese Weise hengestellten Transponder konnen nach Fertigstellung und eventuellen 
Testvorgang mit dem ersten Tragerband wieder aufgerollt werden. 

Im folgenden wird die Erfindung belspielhaft anhand eInerZeichnung nSher eriautert. Es 

zelgen: 

Fig. 1 ein erstes, antennentragendes Tragerband, 

Fig. 2 ein zweites, mit Chlpmodulen bestuclctes Tragerband, 

Fig. 3 das erste Tragertand aus Fig, 1 mit aufgesetzten und an die AntennenanschlQsse 
angeschlossenen Chipmodulen, 

Fig. 4 in einer schematischen Darstellung eine Vonrichtung zum Verbinden der Chipmodule 
des zwelten Tragerbandes mit den Antennen des ersten Tragerbandes. 

Fig. 1 zeigt ein erstes Tragerband 1, auf dem Spulen 2 als Antennen aufgebracht sind. Es 
handelt sich hierbei urn durch galvanisches Abscheiden hergestellte Antennen. Die Spulen 2 
weisen zwei AnschlQsse 3 fOr ein Chipmodul auf. 

Derartige Chipmodule 4 sind in Fig. 2 dargestellt. Sie sInd dicht hintereinander auf einem 
zwelten Tragerband 5 gehalten. Die Chipmodule sind durch einen vorgeschalteten Bond- 
Prozess in ein In Fig. 2 gezeigtes Chipgehause verpackt. Dieses Gehause welst zwei be- 
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reits verzlnkte Anschluftfiachen 6 auf, deren Abstand mit den AnschlQssen der Recht- 
eckspulen 2 korrespondiert. 

Fig. 3 zeigt ein Tragerband 1 mit einer Rechteckspule 2, die bereits mit einem Cliipmodul 4 
komplettiert wurde. Das Chipmodul 4 wurde mit seinen AnschluBflachen 6 an die Anschlus- 
se 3 angel£5tet. 

Im folgcnden wird das Herstellungsverfahren anhand der Fig. 4 naher eriautert. 

Das erste Tragerband 1 ist auf eIner Eingangsspule 7 aufgerollt und wird von dieser abge- 
spult und nach dem VerbindungsprozeB auf einer Fertigspule 8 aufgewickelt 

Das zweite Tragerband 5, welches dIeChipmodule 4 trSgt, wird von einer Spule 9 fur Chip- 
module abgewickelt, an einer Umlenkrolle 10 umgelenkt und an einer Restbandspule 1 1 
wieder aufgewickelt. 

Auf Hohe der Umlenkroile 10 beginnt ein umiaufendes Transportband 12, genaugenommen 
die erste Umlenkrolle 13 des Transportbandes 12. Das Transportband 12 erstreckt sich 
oberhalb des ersten Tragerbandes 1 bis zu einer Antriebsrolle 14. Zwischen der Umlenkrolle 

13 und der Antriebsrolle 14 ist eine Laseri6teinheit 15 vorgesehen. HInter der Antriebsrolle 

14 ist ein Testchipmodul 16 vorgesehen. Die Funktionsweise der Vorrichtung Ist wie folgt: 

Das erste Tragerband 1 wird mit kontlnuierlldier Geschwindigkelt von der Eingangsspule 7 
abgezogen und auf die Fertigspule 8 Aufgewickelt. Das die Chipmodule 4 tragende zweite 
TrSgertand 5 vwrd von der Spule 9 im Takt der Antennenabstande auf dem ersten Trager- 
band 1 geindext abgezogen und urn die Umlenkroile 10 herumgefOhrt. An der Umlenkrolle 
10 erfolgt das AblSsen der Chipmodule 4, beispielsweise durch Erwarmen des Tragerban- 
des 5. Beim Ablosen des Chipmoduls 4 wird dieses zugleich von dem ersten Tragerband 1 
und dem mit der gleichen Geschwindigkelt wie das erste Tragerband 1 umiaufende Trans- 
portband 12 erfaSt. Das Chipmodul wird dabei mit seinen AnschluBfiachen 6 genau an den 
AnschlOssen 3 der Rechteckspule 2 aufgesetzt. Das Transportband 12 flxiert das Chipmodul 
4 an dieser Position, wShrend es sIch mit der gleichen Geschwindigkelt wie das erste Tra- 
gerband 1 kontlnulerlich fortbewegt WShrenddessen werden die AnschluBfiachen 6 mit den 
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AnschlOssen 3 mithilfe der Laseiieteinheit 15 verlotet, wobei der Laserstrahl sich mit der 
Bandgeschwindigkeit des Tragerbandes 1 mitbewegt. Die so komplettierten Transponder 
werden mithilfe des hinterdem Transportband 12 angeordneten Testcliipmoduls 16 getes- 
tet, wonach dann das erste TrSgerband auf die Fertigspule aufgewickelt wird. Auf der Fer- 
tigspule befinden sich somit komplettierte und bereits getestete Transponder. Bei den hier 
verwendeten Chipmodulen handeit es sich urn RFID (Radio Frequency Identification)- 
Chlpmodule. Das sind besonders flachbauende Chipmodule, die sich zusammen mit den 
Flachspuiantennen insbesondere fQr smart-labet-Anwendungen eignen. Smart-labels sind 
Etiketten, die die soeben beschriebenen Transponder beinhalten und die auf bellebige Pro- 
dukte Oder Bautelle aufgeklebt werden kSnnen und zu deren Kennzelchnung dienen. 

Anstelle des LaserverlQtens 1st es auch mogllch, daB die AnschluBfiachen 6 der Chipmodule 
4 mit den AnschlOssen 3 der Rechteckspulen 2 vercrlmpt werden kSnnen. 
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PatentansprUche 

1 Verfahren zum Verbinden von MIkrochips mit auf einem ersten TrSgerband angeorclne- 
ten Antennen zum Herstellen eines Transponders, dadurcft gekennzeichnet, daS die 
Mikrochips in einem vorgeschalteten Bond-Prozess zu einem Chipmodul (4) mit elektri- 
schen AnscfllQssen (6) verpackt und.auf ein zweltes Tragerband (5) aufgebracht werden, 
daB di'e bmden Tragerbander (1 , 5) von einer Rolle (7, 9) abgewickelt und Qbereinander 
gebracht werden, wobej die Chlpmodule (4) von dem zweiten Tragerband (6) abgemm- 
men und auf eine vorbestfmmte Stefle des ersten TrSgerbandes (1) aufgesetzt werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafi das erste Tragerband (1) 

. mit einer kontinuieriichen Geschwindigkeif lauft, wahrend das zweite Tragerband (5) im 
Takt der vorbellaufenden Antennenabstande Qber efnen Indexer zum ersten Tragerband 
(l)gefQhrtwird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daS das Chipmodul (4) 
unmittelbar nach dem Aufsetzen auf das erste Tragerband (t) mit der zugehdrigen An- 
tenne (2) durch L6ten oder Crimpen elektrisch verbunden wird. 

4. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dafi der 
Transponder unmittelbar nach dem Veit)inden des Chipmoduls (4) mit der Antenne (2) 
getestetwird. 

5. Verfahren nach einem der AnsprQche 1 bis 4.. dadurch gekennzeichnet, da& das 
Chipmodul (4) beim Aufsetzen auf das erste Tragerband (1) von einem mit gleicher Ge- 
schwlndlgkelt wie das erste Tragerband (1) endlos umlaufenden Transportband (12) an 
dem ersten Tragerband (1) gehalten .wIrd, bis daS Chipmodul (4) fest mit der zugehori- 

gen Antenne (2) verbunden ist. 

6. Verfahren nach einem der AnsprQche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB das elekt- 
rische Verbinden des Chipmoduls (4) mit der Antenne (2) durch Laserioten erfolgt. 
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